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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 3744/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 7ης Δεκεμβρίου 1981

περί τών κοινοτικών δράσεων στόν τομέα τής μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

"Αρνρο 1

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος καί Ιδίως τό άρθρο 235,

την πρόταση τής 'Επιτροπής,

τή γνώμη τοΟ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου 0),

τή γνώμη τής Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Επι
τροπής (2),

Προκειμένου νά καταστεί δυνατή ή επίτευξη τών στόχων
τής Κοινότητας δσον άφορα τή μικροηλεκτρονική τεχνο
λογία, ό συντονισμός τών δραστηριοτήτων τών Κρατών
μελών στόν τομέα αύτό καί ή έκτέλεση κοινών σχεδίων
πού προορίζονται νά τούς συμπληρώσουν καί νά τούς
ένισχύσουν έξασφαλίζονται σύμφωνα μέ τούς όρους τοΟ
παρόντος κανονισμού.

Γιά τήν παροχή τής έθνικής χρηματοδοτικής καλύψεως
γιά τά σχέδια τών τομέων τοΟ άρθρου 3, θά ένθαρρυν
θοϋν άπό τά Κράτη μέλη τά σχέδια τών όποίων ή θέση
σ' έφαρμογή συνδέεται μέ μία σημαντική συμμετοχή
όργανισμών μιας ή περισσοτέρων χωρών τής Κοι
νότητας όλοι δέ ol άλλοι δροι είναι ίσοι.

'Εκτιμώντας :

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ I

Ενημέρωση καί διαβουλεύσεις

"Αρνρο 2

Καθιερώνεται ένα σύστημα ένημερώσεως καί διαβουλεύ
σεων σχετικά μέ τίς πρωτοβολουλίες πού άποσκοποΟν
στήν προώθηση τής διαδόσεως καί τής άναπτύξεως τής
μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας μεταξύ τών Κρατών
μελών καί τής 'Επιτροπής.

ότι ή μικροηλεκτρονική τεχνολογία έχει ουσιώδη
σημασία γιά τήν άνάπτυξη καί τήν άνταγωνιστικότητα
τοΰ συνόλου τής βιομηχανίας τής Κοινότητας σέ μία
έποχή κατά τήν όποία ή εύρωπαϊκή οίκονομία πρέπει νά
προσφέρει δλο καί περισσότερο προϊόντα καί ύπηρεσίες
ύψηλής προστιθεμένης άξίας· ότι, ώστόσο, ή σπου
δαιότητα καί ή φύση τής προσπάθειας πού άπαιτεΐται,
γιά νά άντισταθμισθοΟν μέχρι τό 1985 οί προσπάθειες
τών άνταγωνιστών, καθιστούν άναγκαία τή λήψη
μέτρων έκ μέρους τής Κοινότητας, συμπεριλαμβανο
μένης τής δημόσιας χρηματοδοτικής ένισχύσεως μέ συν
εργασία τής βιομηχανίας γιά τή στήριξη τής έρευνας καί
άναπτύξεως· ότι τό ψήφισμα τοΟ Συμβουλίου τής 11ης
Σεπτεμβρίου 1979 (3) καλεϊ τήν 'Επιτροπή νά έξετάσει τίς
δυνατότητες καί τίς μεθόδους έθνικών δράσεων στόν
τομέα αύτό καί νά ύποβάλει στό Συμβούλιο συγκεκρι
μένα σχέδια γιά τήν προώθηση, σέ κοινοτικό έπίπεδο,
τής μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας·

δτι ή χορηγούμενη ένίσχυση πρέπει νά άποσκοπεϊ στήν
έξισορρόπηση τής άγοράς καί τής άνταγωνιστικότητας
στήν Εύρώπη καί δτι έλήφθησαν ύπόψη οί άρχές οί
όποϊες έκφράζονται στό τετραετές πρόγραμμα άναπτύ
ξεως τής αύτόματης έπεξεργασίας πληροφοριών τής Κοι
νότητας καί ίδίως άρχές πού άφοροΟν τήν κυριότητα τών
σχεδίων πού έτυχαν ένισχύσεως καί τής γνώσεως τών
άποτελεσμάτων, καί ύπογραμμίζοντας ίδιαιτέρως τή ση
μασία τής όρθής διαδόσεως τών προϊόντων καί τών
άλλων άποτελεσμάτων πού προέρχονται άπό τά σχέδια
αύτά,

"Αρνρο 3

1 . Προκειμένου νά διασφαλιστεί ή άποτελεσματι
κότητα τών διαβουλεύσεων πού προβλέπονται άπό τόν
παρόντα κανονισμό καί άνεξάρτητα άπό τίς ύποχρεώ
σεις πού άπορρέουν άπό τούς κανόνες άνταγωνισμοΟ, τά
Κράτη μέλη παρέχουν στήν Επιτροπή, έκ τών προτέρων
καί άμελλητί εϊτε μέ δική τους πρωτοβουλία εϊτε
κατόπιν αίτήσεώς της κάθε προσαρμοσμένη πρός τά νεώ
τερα δεδομένα άναγκαία πληροφορία έπιστημονικοΰ,
οικονομικού καί δημοσιονομικού χαρακτήρα σχετικά μέ
τίς δραστηριότητες στά πλαίσια τής δικαιοδοσίας τους
κατά τήν ήμερομηνία ένάρξεως τής ίσχύος τοΰ παρόντος
κανονισμοΟ ή αύτές πού σχεδιάζονται μετά τήν ήμε
ρομηνία αύτή καί άφοροΟν :
α) τήν προώθηση τής έφαρμοσμένης βιομηχανικής
έρευνας καί άναπτύξεως στά θέματα τοΟ έξοπλισμοϋ,

0) ΕΕ άριθ. C 144 τής 15 . 6. 1981 , σ. 69.
(Ζ) ΕΕ άριθ. C 353 τής 31 . 12. 1980, σ. 4.
(5) ΕΕ άριά. C 231 τ^ς 13 . 9. 1979, σ . 1
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3, δοκιμές *
4, σχεδιασμός προτύπων διατάξεων.

2 . 01 τεχνικές προδιαγραφές οί σχετικές μέ τά σχέδια
της παραγάφου 1 παρατίθενται στό παράρτημα.

3 . Ή Επιτροπή προβαίνει στήν προσαρμογή τών τε
χνικών προδιαγραφών πρός τά νεώτερα δεδομένα, όπου
αύτό είναι άναγκαΐο, σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ
άρθρου 8 .

4. 'Από τήν άρχή τοϋ δευτέρου έτους μετά τήν έναρξη
τής Ισχύος τοϋ παρόντος κανονισμού, ό πίνακας τΐ|ς
παραγράφου 1 μπορεί νά άναθεωρηθεϊ σύμφωνα μέ τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 8, στά δρια τών
διαθεσίμων πόρων. Ή Επιτροπή μπορεί νά προτείνει
έξίσου στό Συμβούλιο, έάν αύτό είναι άπαραίτητο, τήν
άναθεώρηση τοϋ κανονισμού.

τών μεθόδων, τών όργάνων και τών τεχνικών, τόσο
στόν τομέα τοϋ software όσο καί σέ αύτόν τοϋ hard
ware , γιά τό σχεδιασμό, τή βιομηχανική παραγωγή
καί τή δοκιμή προηγμένων όλοκληρωμένων κυκλω
μάτων *

6) τή διάδοση τών βασικών γνώσεων, καθώς καί τήν
έκπαίδευση καί τήν έπιμόρφωση τών διοικητικών
ύπαλλήλων καί τοϋ προσωπικού στούς τομείς τοϋ
σχεδιασμού, της χρησιμοποιήσεως καί τής δοκιμής
προηγμένων όλοκληρωμένων κυκλωμάτων *

γ) τήν παροχή κινήτρων γιά τήν έγκατάσταση στήν Κοι
νότητα μιας βιομηχανίας Ικανής νά σχεδιάσει καί νά
παράγει έξοπλισμό, ύλικά καί τεχνολογία γιά τήν
βιομηχανική παραγωγή προηγμένων όλοκληρωμένων
κυκλωμάτων.

Τά Κράτη μέλη ύποβάλλουν, έπίσης στήν Επιτροπή μιά
άξιολόγηση τών άποτελεσμάτων όλων αύτών τών δρα
στηριοτήτων.

Οί έμπιστευτικές πληροφορίες τών έπιχειρήσεων πού
άφορούν είδικά τά σχέδια δέν έμπίπτουν στό παρόν
άρθρο.

2. Ή Επιτροπή μεριμνά ώστε τά Κράτη μέλη νά λαμβά
νουν τίς πληροφορίες πού άφοροϋν τίς δραστηριότητες
πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 .

3 . Ό βαθμός λεπτομέρειας τών πληροφοριών πού
πρέπει νά διατεθούν στήν Επιτροπή έμπιστευτικά, στούς
κυβερνητικούς όργανισμούς τών Κρατών μελών ή στό
κοινό, καθώς καί οί διαδικασίες καί μέτρα σύμφωνα μέ
τά όποια οί πληροφορίες αύτές είναι διαθέσιμες, όρί
ζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ άρθρου 8 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κοινά σχέδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Διαδικασίες χρηματοδοτήσεως

"Αρνρο 5

Άρνρο 4

1 . H Ευρωπαϊκή Κοινότης προβλέπει γιά τά σχέδια τά
όποια άναφέρονται στό άρθρο 4 τή χορήγηση χρηματο
δοτικών ένισχύσεων ύπό μορφή είσφορών, οί όποιες θά
καλύπτουν μέχρι τό 30 ο/ο τών δαπανών έκτελέσεως, πού
μπορεί νά φθάσει μέχρι 50 °/ο βάσει λήψεως άποφάσεως
σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ άρθρου 8.

2. Οί πιστώσεις δεσμεύσεως, οί άναγκαϊες γιά τή
χρηματοδοτική κάλυψη τών έγκεκριμένων σχεδίων τί|ς
παραγράφου 1 , είναι 40 έκατομμύρια ECU. Τό ποσό
αύτό θά περιληφθεί στόν προϋπολογισμό τών Εύρω
πάίκών Κοινοτήτων τοϋ 1982.

3 . Τά σχέδια γιά τά όποϊα δύνανται νά χορηγηθούν
ένισχύσεις πρέπει νά πληρούν τούς έξης όρους :
— τό άντικειμενό τους πρέπει νά άνταποκρίνεται στίς
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αύτές όρίζονται στό
παράρτημα *

— τά σχέδια πρέπει νά έκτελοϋνται έντός της Κοι
νότητος.

Έπί πλέον :

α) όσον άφορά τά σχέδια I μέχρι IV τοϋ άρθρου 4 παρά
γραφος 1 :

— οί αίτοϋντες πρέπει νά είναι βιομηχανικοί
παραγωγοί ή χρήστες έγκατεστημένοι στήν Κοι
νότητα "

— ένας έπαρκής άριθμός βιομηχανικών χρηστών
άρκετά έξειδικευμένων πού δέν είναι δλοι έγκα
τεστημένοι στό ίδιο Κράτος μέλος καί μεταξύ τών

1 . Τά έπόμενα βασικά σχέδια έρευνας καί άναπτυξεως
πού άφοροϋν τούς τομείς οί όποϊοι όρίζονται στό άρθρο
3, καί θεωρούνται δτι έχουν τή μεγαλύτερη τροτεραι
ότητα, θά τύχουν κοινοτικής ένισχύσεως ύπό τούς δρους
οί όποιοι καθορίζονται άπό τό άρθρο 5 :

I) Φωτοαναπαραγωγή (step and repeat) σέ πλακίδια
πυριτίου (wafer) ·

II) 'Απευθείας έγχάραξη διά άκτίνας ήλεκτρονίων *

III) Έγχάραξη καί έπίστρωση διά πλάσματος *
IV) 'Εξοπλισμός δοκιμών *
V) Σχεδιασμός μέ βοήθεια ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ

(CAD) γιά κυκλώματα πολύ μεγάλου βαθμοϋ
όλοκληρώσεως (VLSI) :

1 , άρχιτεκτονική *
2 , διάρθρωση τής γλώσσας καί τών δεδομένων
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χρηματοδοθεΐσες ένέργειες κατ' Ακολουθία τών είδικών
δρων τών συμβάσεων πού ρυθμίζουν τή χρηματοδότηση
τών σχεδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενικές διατάξεις

"Αράρο 6

1 . Συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή τών ενερ
γειών γιά τήν πρόοδο τής μικροηλεκτρονικής τεχνολο
γίας στό έξής καλούμενη «έπιτροπή», πού άποτελεΐται
άπό Αντιπροσώπους τών Κρατών μελών, πού δύνανται
νά έπικουροϋνται άπό έμπειρογνώμονες ή συμβούλους,
άνάλογα μέ τό είδος τών ένεργειών πού προβλέπονται
καί ύπό τήν προεδρία ένός άντιπροσώπου τής 'Επι
τροπής.

2. Οί διαβουλεύσεις τής έπιτροπής είναι έμπιστευτικές.

3 . Ή έπιτροπή καταρτίζει τόν έσωτερικό της κανο
νισμό.

4. Ή Έπιτροπή άναλαμβάνει τίς έργασίες γραμματείας
τής έπιτροπής

όποιων δέν ύπάρχουν οίκονομικοι δεσμοί μέ τόν
ή τούς κατασκευαστές πού συμμετέχουν στό ίδιο
σχέδιο, πρέπει νά έχουν άποδείξει τό ένδιαφέρον
συμμετοχής τους στό σχέδιο καί νά συμβάλλουν
σέ αύτό μέ δικούς τους πόρους. Ό άριθμός αύτός
καθορίζεται άπό τήν Έπιτροπή γιά κάθε σχέδιο,
σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοΟ άρθρου 8 ·

β) όσον άφορα τά σχέδια τοΟ σημείου V τοΟ άρθρου 4
παράγραφος 1 :

— αίτηση πρέπει νά ύποβάλλουν πανεπιστήμια,
κέντρα έρευνών ή έπιχειρήσεις έγκατεστημένες
στήν Κοινότητα *

— ένας έπαρκής άριθμός έπιχειρήσεων, άρκετά έξει
δικευμένων, πού δέν είναι όλες έγκατεστημένες
στό ϊδιο Κράτος μέλος καί μεταξύ τών όποιων δέν
ύπάρχουν οίκονομικοι δεσμοί, πρέπει νά έχουν
άποδείξει τό ένδιαφέρον τους νά συμμετάσχουν
στό σχέδιο καί νά συμβάλλουν σέ αύτό μέ δικούς
τους πόρους. Ό άριθμός αύτός καθορίζεται άπό
τήν Έπιτροπή γιά κάθε σχέδιο, σύμφωνα μέ τή
διαδικασία τοϋ άρθρου 8 .

Κατ' έφαρμογή τών παραπάνω κριτηρίων ύπό α καί β
στήν περίπτωση πού τό ύψος τών πόρων δέν θά έπέτρεπε
τή βοήθεια δύο ή περισσοτέρων σχεδίων πού μποροϋν
νά έγκριθοϋν, τής ίδιας φύσεως, ή προτεραιότητα δίνεται
στό σχέδιο πού άφορα τό μεγαλύτερο άριθμό Κρατών
μελών, δλοι δέ οί άλλοι δροι είναι ϊσοι.

4. Όταν ένα σχέδιο κρατείται σύμφωνα μέ τούς δρους
τής παραγράφου 3 ύπό α ή β, δύναται κάθε έξειδικευ
μένη έπιχείρηση πού είναι έγκατεστημένη στήν Κοι
νότητα νά συμμετάσχει στό σχέδιο καί νά ζητήσει τήν
άντίστοιχη χρηματοδοτική κάλυψη άνεξάρτητα άπό
τούς ένδεχόμενους Οικονομικούς δεσμούς της μέ άλλους
συμμετέχοντες στό ϊδιο σχέδιο.

5 . Οί αίτήσεις θά άπευθυνθοϋν στήν Έπιτροπή άπό
τούς ένδιαφερομένους σάν άπάντηση σέ προσκλήσεις
γιά τήν ύποβολή προσφορών πού δημοσιεύονται στήν
Έπίοημη 'Εφημερίδα, τδ>ν Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στίς αιτήσεις αύτές πρέπει νά περιέχεται ή άπόδειξη δτι
αιτιολογούνται σύμφωνα μέ τήν παραπάνω παρά
γραφο 3 , καί νά παρέχουν δλες τίς άπαραίτητες πληρο
φορίες. Ή Έπιτροπή δύναται νά ζητήσει κάθε άλλο
έγγραφο ή συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τή συγ
κρότηση τοϋ φακέλου.

6. Ή Έπιτροπή άποφασίζει βάσει τών αίτήσεων πού
τής ύποβάλλονται πρίν άπό τήν έκπνοή προθεσμίας τεσ
σάρων μηνών.

7 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών άρμοδιοτήτων πού τό άρθρο
206α παράγραφος 3 τής συνθήκης παρέχει στό Ελεγ
κτικό Συνέδριο, ή Έπιτροπή δύναται νά διεξάγει έπιτό
πιες έρευνες στίς έπιχειρήσεις ή έρευνες σχετικά μέ τίς

Άρνρο 7

Ή Έπιτροπή δύναται νά συμβουλευθεί τήν έπιτροπή έφ'
δλων τών θεμάτων τά όποια έμπίπτουν στό πεδίο έφαρ
μογής αύτού τοΟ κανονισμού, καί πρέπει νά τή συμβου
λευθεϊ ιδίως γιά τά έξής :

— τό έπίπεδο λεπτομερειών τών παρεχομένων έμπιστευ
τικά πληροφοριών στήν Έπιτροπή σχετικά μέ τίς
έθνικές δραστηριότητες τοϋ άρθρου 3 '

— τό έπίπεδο τών λεπτομερειών τών παρεχομένων
πληροφοριών ή αύτών πού γνωστοποιούνται στούς
κυβερνητικούς όργανισμούς τών Κρατών μελών

— τίς μεθόδους σύμφωνα μέ τίς όποιες διατίθενται οί
πληροφορίες στά Κράτη μέλη ·

— προσαρμογή πρός τά νεώτερα δεδομένα τών τεχνικών
λεπτομερειών τών σχεδίων πού θά μποροϋν νά άπο
λαύουν χρηματοδοτικής καλύψεως *

— έλάχιστος άριθμός έπιχειρήσεων, γιά νά μπορέσει νά
άπολαύει ένα σχέδιο χρηματοδοτικής καλύψεως *

— άξιολόγηση τών αίτήσεων καί χορήγηση ένισχύσεων.
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"Αρνρο 8 έλλείψει τέτοιας γνώμης ή Επιτροπή καταθέτει
άμελλητί πρόταση τοΟ Συμβουλίου μέ τή μορφή σχεδίου
άποφάσεως. Τό Συμβούλιο Αποφασίζει μέ είδική
πλειοψηφία.

Άρ&ρο 9

Ή Επιτροπή ύποβάλλει στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο
καί στό Συμβούλιο έτήσια έκθεση περί τής έξελίξεως τών
δραστηριοτήτων στήν Κοινότητα πού προβλέπονται άπό
τόν παρόντα κανονισμό.

1 . Προκειμένου νά εφαρμοσθεί ή διαδικασία πού προ
βλέπεται στό παρόν άρθρο, ό πρόεδρος φέρει τό θέμα
πρός συζήτηση στήν έπιτροπή είτε μέ δική του πρωτο
βουλία είτε κατόπιν αίτήσεως τοϋ έκπροσώπου ένός Κρά
τους μέλους

2. Ό άντιπρόσωπος τής 'Επιτροπής ύποβάλλει πρό
ταση τών μέτρων πού πρέπει νά ληφθοϋν. Ή έπιτροπή
διατυπώνει γνώμη έπί τοϋ σχεδίου άπαφάσεως έντός
προθεσμίας δύο μηνών. 'Αποφασίζει μέ πλειοψηφία 45
ψήφων. Στά πλαίσια τής έπιτροπής οί ψήφοι τών
Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 148
παράγραφος 2 τής συνθήκης. Ό πρόεδρος δέν συμμε
τέχει στήν ψηφοφορία.

3 . Ή 'Επιτροπή έγκρίνει τό σχέδιο δταν αύτό είναι
σύμφωνο μέ τή γνώμη τής έπιτροπής. "Οταν τό σχέδιο
άποφάσεως δέν εϊναι σύμφωνο μέ τή γνώμη αύτή ή

"Αρνρο 10

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά Ισχύει τήν 1η Ιανουα
ρίου 1982.

'Εφαρμόζεται μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου 1985.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα του τά μέρη καί ίσχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 7 Δεκεμβρίου 1981 .

Γιά. τό Σνμδονλιο
ΌΠρόεδρος
CARRINGTON
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

I) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΣΚΙΟΥ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ (STEP AND
REPEAT ON WAFER)

Τεχνολογία Αμεσου όπτικοδ βηματισμοΟ (direct optical steppïng)

Μηχανές άμεσου όπτικοΟ βηματισμοΟ θά πρέπει νά ύπάρχουν διαθέσιμες στήν παραγωγή, μέχρι τέλος
1982 :

— μέγεθος δισκίου (wafer) : μέχρι 6 ίντσες ■

— μέγεθος πλακιδίου μέ όλοκληρωμένο κύκλωμα (die): 1 cm2 ·

— έλάχιστο πλάτος γραμμών : 1,25 μπι έπί τοΟ δισκίου ( 1,1 μπι έπί τοϋ
φωτοευπαθοΟς ύλικοΟ) ·

— αύτόματη εύθυγράμμιση : 0,1 μπι·

— παραγωγή 50 δισκίων μεγέθους 4 ιντσών τήν ωρα, μέ καλυπτόμενο πεδίο 1 cm2 , μέ εισαγωγή 5 δοκι
μαστικών σχεδίων καί αύτόματη εύθυγράμμιση σέ κάθε πλακίδιο (chip)· προσθήκη θήκης γιά
πλάκες μέ τή μεγέθυνση τοΟ κυκλώματος ( reticle).

Κατά τήν περιγραφή τοΟ έξοπλισμοΟ θά πρέπει νά δοθοϋν οί έπί μέρους χρονικές διάρκειες πού περιλαμβά
νουν τό χρόνο πού χρειάζεται γιά τήν είσαγωγή τών δοκιμαστικών σχεδίων. Ή εύθυγράμμιση θά πρέπει νά
μπορεί νά προγραμματίζεται (γιά κάθε μία έκθεση — γιά κάθε μπλόκ — γιά κάθε δισκίο).

Θά πρέπει νά δοθεί τό έλάχιστο έπιτρεπτό μέγεθος τών σημείων εύθυγραμμίσεως.

Θεωρείται καλό οί μηχανές πού παραδίδονται τό 1983 νά έχουν βελτιωμένη παραγωγή 50 δισκίων μεγέ
θους 6 Ιντσών τήν ώρα καί βελτιωμένο διαχωρισμό γραμμών μέ έλάχιστο πλάτος 1 μπι πάνω στό δισκίο.

II) ΔΕΣΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΔΙΣΚΙΟΥ (E-BEAM DIRECT WRITING)

Εξοπλισμοί άπευθείας έγγραφής μέσω δέσμης ήλεκτρονίων

Μηχανές μέ δέσμη ήλεκτρονίων μέ τά έξης χαρακτηριστικά :

— μέγεθος δισκίου : 6 ίντσες·

— παραγωγή : 15 έως 20 στρώματα τήν ώρα μέ 1 μπι ·

— μέγεθος πλακιδίου μέ όλοκληρωμένο κύκλωμα : χωρίς κανένα δριο '

— έλάχιστο μέγεθος στοιχείου : 0,5 μπι ·

— μέγεθος στίγματος δέσμης: μεταβλητό '

— άκρίβεια εύθυγραμμίσεως : 0,1 μπι .

Ό έξοπλισμός αύτός θά πρέπει έπίσης νά είναι κατάλληλος γιά κατασκευή πλακών μέ τή μεγέθυνση τοΟ
κυκλώματος (reticle) καί έπιφανειών έπιλεκτικης καλύψεως (masks). Τά πρώτα μοντέλα τών μηχανών
πού θά έχουν όλες αύτές τίς προδιαγραφές, έκτός άπό τήν ταχύτητα, πρέπει νά είναι διαθέσιμα μέσα
στό 1983 .

III) ΧΑΡΑΞΗ (ETCHING) ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

A. Ελάχιστη άηόδοση τοϋ έξοπλισμοβ

— Ύλιχά πρόςχάραξη
— SiOi , νοθευμένο καί άνόθευτο
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- SI3N4

— Πολυπυρίτιο, νοθευμένο καί άνόθευτο

— Μεταλλικές ένώσεις τοϋ πυριτίου καί πολυπυριτίου (silicides , polycides)

— 'Αλουμίνιο καί κράματα άλουμινίου

— "Αλλα μέταλλα γιά έπαφές καί διασυνδέσεις

— 'Οργανικά πολυμερή γιά πολλαπλοΟ έπιπέδου φωτοευπαθή ύλικά (resists) καί έπιμετάλλωση
σέ πολλαπλά έπίπεδα.

— Διαρθρώσεις πού πρέπει νάχαραχτούν κατά τήν παραγωγή

— Βήμα (γραμμή καί άποστάσεις): 3 μπι

— 'Ελάχιστο πλάτος γραμμής : 1 μέχρι 1,5 μπι

— 'Ακρίβεια : + ή — 10 °/ο τοΟ πλάτους της γραμμής γιά τίς κρίσιμες διαρθρώσεις.

— 'Επιλεκτικότητα κοα άνιοοτροπία

H έπιλεκτικότητα πρέπει νά είναι έπαρκής καί γιά κάθε στρώμα πρέπει νά είναι δυνατόν νά
ύπάρξει έντελώς άνισοτροπική χάραξη.

— Παραγωγή

Ή έλάχιστη παραγωγή πρέπει νά είναι 50 δισκία τήν ώρα γιά τήν πιό άργή διαδικασία. Ή πιό
άργή διαδικασία M είναι μάλλον ή χάραξη θερμικά παραχθέντος Si02, πάχους 0,8 μπι μέ~ έπι
λεκτικότητα 10 : 1 έπί τοΟ πυριτίου καί μέ 6ί|μα 3 μπι . Ή χάραξη τών άλλων στρωμάτων, πχ.
τοΟ άνόθευτου πολυπυριτίου πάχους 0,4 μπι πάνω άπό τό SiC^, θά πρέπει νά είναι πολύ πιό
γρήγορη.

B. Σχεδιο-μελέτη τοΟ έξοπλισμοδ

Θεωροϋμε έναν άντιδραστήρα μέ παράλληλες πλάκες πού έχει τά άκόλουθα χαρακτηριστικά :
— Βααιχή ιδέα της σχεδιο-μελέτης

Τό πιό σημαντικό στοιχείο είναι ή χρήση μιάς βασικής ίδέας γιά σπονδυλωτή (modular) σχεδιο
μελέτη, έτσι ώστε ό έξοπλισμός νά μπορεί νά προσαρμοστεί κατά τόν καλύτερο τρόπο γιά κάθε
έφαρμογή.

— Ασφάλιση τον φορτίου

Ανεπιθύμητα στοιχεία (πχ. υδρατμοί) πρέπει νά άποκλειονται άπό τό χώρο άντιδράσεως καί
πρέπει νά άποφεύγονται άντιδράσεις μετά τη χάραξη. Αύτό μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ έναν άσφα
λισμένο χώρο πού περιέχει τίς θήκες μεταφοράς τών δισκίων καί ό όποιος έχει έκκενωθεΐ. Θά
πρέπει νά έξεταστεϊ σάν έπιπρόσθετη δυνατότητα ή άπογύμνωση τοΰ δισκίου άπό τό φωτοευ
παθές ύλικό στόν άσφαλισμένο χώρο τής έκφορτώσεως τών θηκών.

— Κατασκευή τών ήλεκτροδίων κοά τοϋχώρου Αντιδράσεως

— Πρέπει νά ύπάρχουν θερμοστάτες γιά τό άνω καί γιά τό κάτω ήλεκτρόδιο, καθώς καί γιά τό
χώρο άντιδράσεως, πού λειτουργούν ξεχωριστά. Τό πεδίο έλέγχου τής θερμοκρασίας θά
είναι 15 έως 100 °C στήν μορφή standard καί μέχρι 150 °C σάν προσθήκη.

— Ή άπόσταση μεταξύ τών ήλεκτροδίων θά πρέπει νά μπορεί νά μεταβάλλεται μεταξύ :

5-70 mm (γιά σύστημα πού προορίζεται γιά όμάδες δισκίων),

5-70 mm (γιά σύστημα έπεξεργασίας ένός μόνο δισκίου).

— Τά στοιχεία τών ήλεκτροδίων πρέπει νά είναι κατάλληλα γιά λειτουργία σέ ύψηλές συ
χνότητες (μέχρι 27, 12 MHz), πχ. γιά νά άποφευχθεΐ παρασιτικό πλάσμα όπουδήποτε μέσα
στόν άντιδραστήρα.

— Μέσα στό σύστημα πρέπει νά είναι δυνατή τόσο ή χάραξη μέ πλάσμα μεταξύ παραλλήλων
πλακών (parallel etching) όσο καί ή χάραξη μέ άντιδρώντα Ιόντα (reactive ion etching)
(σύζευξη άνόδου καί καθόδου).

— Σχέδιο-μελέτη τοϋ κενόν

— Τά όρια πού ένδιαφέρουν είναι μεταξύ 10 mTorr καί 10 Torr.
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— Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αντλήσεως

— Αύτόματος καί χειροκίνητος έλεγχος της πιέσεως μέ άπλή έναλλαγή μεταξύ τών δύο μορφών
έλέγχου

— Χρησιμοποίηση μή διαβρωτικών ύλικών γιά τά παρεμβύσματα (έξαρτήματα, έλαστικοί δακτύ
λιοι) καί γιά τίς σωληνώσεις.

— θάλαμος άερίων

Εύέλικτος χειρισμός 1 έως 3 άερίων μέ 1 έως 3 συσκευές έλέγχου μαζικής ροης άερίου, μέ κατά
προτίμηση έπέκταση μέχρι 5 άέρια (ό άριθμός τών άερίων άποτελεΐ προαιρετική έπιλογή).

— "Ελεγχοι

— Πρέπει νά μπορούν νά έλέγχονται οί άκόλουθες παράμετροι :
γραμμή (-ές) διόδου άερίων έν χρήσει,
ρυθμός ποΐ|ς,
χρόνος κατεργασίας
χρόνος έξισορροπήσεως,
χρόνος ύπερχαράξεως,
ισχύς τί|ς ραδιοσυχνότητος
θερμοκρασία καί τών δύο ήλεκτροδίων,
τάση έπί τού ήλεκτροδίου.

— Πρέπει νά ύπάρχει εύκολη πρόσβαση (πχ. μέσω τυποποιημένου βύσματος) στά ηλεκτρικά
σήματα άπό τίς συσκευές μετρήσεως (μέτρηση πιέσεως, κλπ.) γιά τόν έλεγχο της διαδικα
σίας.

— Θά πρέπει νά ύπάρχει τουλάχιστον ένα παράθυρο γιά νά έπιτρέπει νά βλέπει κανείς μέσα τό
πλάσμα καί έπιπρόσθετη στεφάνη (-ες) γιά τήν σύνδεση όρισμένων συσκευών άναλύσεως
γιά τόν έλεγχο τής διαδικασίας.

— Συστήματα έλέγχου (sofiware)γιά αυτόματηχόφαξη

— Πληκτρολόγιο καί άναγκαία μνήμη γιά τό χειρισμό βήμα πρός βήμα της διαδικασίας ή της
σειράς γιά συντήρηση

— Προγραμματιζόμενη μνήμη άναγνώσεως μόνο (PROM), πού προγραμματίζεται γιά τίς
άνάγκες τών χρηστών καί πού μπορεί νά συνδεθεί καί νά άποσυνδεθεί εύκολα μέσω βύ
σματος γιά αύτόματη χάραξη.

— Χειρισμός τών δισκίων

Αύτόματος χειρισμός τών δισκίων, φόρτωση καί έκφόρτωση άπό μία θήκη μεταφοράς σέ άλλη
χωρίς ζημιά ή μόλυνση στά δισκία. Τό σύστημα πρέπει νά μπορεί νά χειρίζεται δισκία διαμέ
τρου άπό 3 Ιντσες μέχρι 150 mm .

— Συντήρηση καί ασφάλεια

— Εύκολη άποσυναρμολόγηση γιά καθαρισμό καί έπιδιορθώσεις

— Τυποποίηση τών στεφανών, παρεμβυσμάτων, βυσμάτων, κλπ. καί Ανταλλακτικών.

IV) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

Πρέπει νά άναπτυχθοΟν εύρωπαϊκοί έξοπλισμοί γιά δοκιμές όλοκληρωμένων κυκλωμάτων μέ τά άκό
λουθα χαρακτηριστικά :

— τού τύπου μέ ένοποιημένα άναλογικά καί ψηφιακά μέρη '

— μέ σπονδυλωτή (modular) σχεδιο-μελέτη, ώστε νά μπορούν νά πρασαρμόζονται στίς έργασίες
δοκιμών τόσο κατά τήν άνάπτυξη δσο καί κατά τήν παραγωγή ·

— άνάπτυξη σέ δύο στάδια, όσον άφορα τό ψηφιακό μέρος. Τό πρώτο βήμα θά πρέπει νά είναι μία
συσκευή δοκιμών γιά ρυθμούς ώρολογιακοϋ συγχρονισμού 10 έως 20 MHz, ένώ τό δεύτερο βημα
θά πρέπει νά φθάσει τά 50 έως 100 MHz . Αύτή ή άνάπτυξη κατά στάδια έχει τό πλεονέκτημα ότι οί
τεχνολογικές γνώσεις καί έμπειρία πού άποκτώνται στό πρώτο στάδιο μπορούν νά χρησιμοποιη
θοΰν γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού άναφαίνονται στό δεύτερο στάδιο της άναπτύ
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ξεως. Έπί πλέον, ή άνάπτυξη συσκευών δοκιμής μεγάλης ταχύτητος μπορεί έτσι νά προσαρμοστεί
στίς έξελισσόμενες άπαιτήσεις της εύρωπαϊκης βιομηχανίας όλοκληρωμένων κυκλωμάτων στόν
τομέα τών διπολικών κυκλωμάτων μεγάλης ταχύτητος·

— δοκιμές συσκευών μέ αύξανόμενο άριθμό άκροδεκτών (άπό 64 μέχρι 128)·
— σημαντικά τμήματα τοΟ συστήματος δοκιμών πρέπει νά είναι «ECL-specific» (προσανατολισμένα
πρός τά λογικά κυκλώματα ζεύξεως έκπομποϋ)·

— έξαιρεϊται ή δοκιμή τών μεμονωμένων συσκευών άπομνημονεύσεως. Οί μνήμες δμως «on-the-chip»
άποκτοΟν όλοένα καί περισσότερη σημασία καί πρέπει έπομένως νά καλυφθεί καί ή δοκιμή τους *

— θά πρέπει νά ύπάρχει μοναδική γλώσσα προγραμματισμού, ύψηλοΟ έπιπέδου, γιά δοκιμές, γιά τούς
διάφορους συνδυασμούς τών έξοπλισμών δοκιμής.

V) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (VLSI)
1 . 'Αρχιτεκτονική

Τά προβλήματα πού πρέπει νά άντιμετωπιστοϋν είναι οί τομείς της προδιαγραφής, της προσομοιώ
σεως (simulation) καί της δοκιμής στό στάδιο της άρχιτεκτονικής σχεδιάσεως καί οί άρχιτεκτο
νικές στρατηγικές, όπως ό χειρισμός τών λαθών καί ή διαρθρωμένη λογική. Φαίνεται ότι άπαι
τοΟνται οί άκόλουθες δραστηριότητες :
— Βελτίωση τών γνώσεων τών σχεδιαστών VLSI γιά τεχνικές μεθόδους μέσω ύπολογιστοϋ, μέσω :
α) μεταφοράς τεχνικών γνώσεων καί έμπειρίας άπό τούς κατασκευαστές ύπολογιστών, καί
6) καλύτερης έναρμονίσεως της πανεπιστημιακής έκπαιδεύσεως στούς τομείς της πληροφο
ρικής καί τής ήλεκτρονικης.

— Ερευνες :
α) έπί της άλληλοσυνδέσεως της σχεδιο-μελέτης άπό άπόψεως συμπεριφοράς καί τΐ|ς σχεδιο
μελέτης άπό άπόψεως διαρθρώσεως, μέ τήν άνάπτυξη καταλλήλων γλωσσών προγραμμα
τισμού καί προγραμμάτων προσομοιώσεως (simulators) -

6) έπί της συνθέσεως λογικών κυκλωμάτων άπό τήν περιγραφή RTL (λογικών πυλών άντιστά
σεως — τρανζίστορ)·

γ) έπί τοϋ χειρισμού τών λαθών, πού περιλαμβάνει θέματα άνοχης λαθών άπό τήν άρχιτεκτο
νική VLSI·

δ) έπί τών διαρθρωμένων λογικών κυκλωμάτων, πού περιλαμβάνουν τήν έλαχιστοποίηση τών
PLA (programmable logic arrays — Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Πίνακες * καί αύτόματο
προγραμματισμό τών PLA καί ROM (μνήμες άναγνώσεως μόνο) ■

ε) έπί της δημιουργίας firmware (κυκλωματικής λογικής) καί βοηθημάτων προσομοιώσεως·
Q έπί τών μηχανών παράλληλης έπεξεργασίας γιά τήν έπεξεργασία σημάτων .

2. Διάρθρωση καί γλώσσα τών δεδομένων

2. 1 . Διαχείριση τών στοιχείων οχεόιο-μελέτης
Τά συμβατικά συστήματα γραφικής σχεδιο-μελέτης όλοκληρωμένων κυκλωμάτων βασίζονται σέ
μία άναπαράσταση έκ τών κάτω πρός τά άνω τοϋ κυκλώματος πού σχεδιάζεται. Τέτοια μέθοδος
θεωρείται άνεπαρκής γιά νά άντιμετωπιστοϋν τά προβλήματα της σχεδιο-μελέτης VLSI καί, άντί
γι' αύτό, πρέπει νά διαμορφωθεί μία προδιαγραφή ένός συστήματος διαχειρίσεως άρχείων ή δια
χειρίσεως της σχεδιο-μελέτης μέ τούς άκόλουθους σκοπούς :

α) νά βοηθήσει τή διαχείριση μεγάλου άριθμοΟ άρχείων πού παριστάνουν έναλλακτικές παρουσιά
σεις πολλών στοιχείων modules ένός συστήματος·

β) νά προστατευτεί ή άκεραιότητα μιάς σχεδιο-μελέτης πού άποτελεΐ όμαδική προσπάθέια "

γ) τή διαχείριση τών άλλαγών στή σχεδιο-μελέτη ·

δ) τήν ύποβοήθηση της τμηματικής άνακατατάξεως μιάς σχεδιο-μελέτης·

ε) τή διαχείριση της παροχής τεκμηριώσεως γιά τή σχεδιο-μελέτη.

Πρέπει νά άρχίσουν έρευνητικά προγράμματα τά όποια θά ένισχύσουν τό κανονικό σύστημα
άρχειοθετήσεως ή τό λειτουργικό σύστημα μέ σκοπό νά παρέχονται οί ώς άνω ύπηρεσίες. Ή μικρό
τερη μονάδα δεδομένων σέ μία συναλλαγή θά είναι ένα όλόκληρο άρχειο καί έτσι οί συμβατικές
βάσεις δεδομένων δέν είναι κατάλληλες. Ή ύλοποίηση πρέπει νά γίνει μέ στόχο τή δυνατότητα
μεταφοράς τών προγραμμάτων. Πρέπει νά χρησιμοποιηθεί μία τυποποιημένη γλώσσα προγραμμα
τισμού μέ καλά καθορισμένες διασυνδέσεις πρός τυποποιημένα συστήματα άρχειοθετήσεως. Τό
πρόγραμμα αύτό θά πρέπει νά είναι ένα πρόγραμμα άπό κοινού μεταξύ σχεδιαστών όλοκληρω
μένων κυκλωμάτων, είδικών στά μέσα σχεδιάσεως μέσω ύπολογιστοΟ, καί έπιστημόνων ηλεκτρο
νικών ύπολογιστών.
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2.2. Διασύνδεση πρός τόνχρήστη

Μερικές δραστηριότητες κατά τή σχεδιο-μελέτη έχουν ύψηλό ποσοστό διαλόγου χρήστου/ύπολο
γιστοΟ καί - άπαιτούν μία έγγυημένη ταχεία Απόκριση άπό τόν ύπολογιστή, άν καί δέν άπαιτοϋν
πολύ δυνατό ύπολογιστή. "Ενα παράδειγμα άποτελεϊ ή προδιαγραφή της σχεδιο-μελέτης μέ χρήση
γραφικών μεθόδων. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν νά ύποστηριχτοΰν άπό ένα μικρό ύπολο
γιστή άφιερωμένο σέ ένα μόνο χρήστη. "Αλλες δραστηριότητες δέν είναι κατ' έξοχήν διαλογικής
μορφής άλλά άπαιτούν πολύ Ισχυρές δυνατότητες ύπολογιστοΰ. "Ενα παράδειγμα είναι ή προσο
μοίωση. Τέτοιες δραστηριότητες άπαιτούν ίσχυρά συστήματα time-sharing.
Είναι σημαντικό νά ύπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ τών ύπολογιστών πού ύποστηρίζουν τις σχετι
ζόμενες αύτές δραστηριότητες. Πρέπει νά διερευνηθούν τεχνικές μέθοδοι γιά τόν έλεγχο της έργα
σίας πού διαμοιράζεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ύπολογιστών καί γιά την εύέλικτη μετα
κίνηση τών δεδομένων μεταξύ τών μερών αύτών τής έργασίας. Πρέπει νά καθιερωθούν οί γενικές
άρχές πού μπορούν νά έφαρμοστούν σέ ένα πλατύ φάσμα μηχανικού έξοπλισμού (hardware).
Ή τάση σήμερα στήν προδιαγραφή τής σχεδιάσεως hardware είναι νά χρησιμοποιούνται περι
γραφές μέσω γλώσσας πού βασίζεται σέ κείμενο, κατάλληλες γιά νά έκφράζεται ή Ιεραρχική
διάρθρωση, σπονδυλωτή διάρθρωση (modularity) καί έπαναληπτικότητα πού είναι άναπόφευκτη
μέ την όλοκλήρωση πολύ εύρείας κλίμακος. Οί σχεδιαστές δμως τείνουν άκόμη νά σκέπτονται
βάσει διαγραμμάτων καί τά γραφικά βοηθήματα θά συνεχίσουν νά είναι πολύτιμα στή διαδι
κασία τής σχεδιο-μελέτης. Θά έπρεπε νά άρχίσει ένα πρόγραμμα γιά τή διερεύνηση μεθόδων συν
δυασμού τών γραφικών παραστάσεων καί τών παραστάσεων μέσω κειμένου, πού θά έπέτρεπε τήν
αύτόματη μετατροπή της μιας στήν άλλη, έτσι ώστε νά μπορεί έλεύθερα νά έπιλεχθεΐ ή πιό
κατάλληλη διασύνδεση σέ κάθε μέρος τής διαδικασίας τής σχεδιο-μελέτης.

2.3 . Προοομοίωση
Τά διαγνωστικά μέσα software γιά τήν προσομοίωση, δοκιμές καί έλεγχο, πρέπει νά καλύπτουν
δλο τό φάσμα της σχεδιο-μελέτης άπό τίς λογικές πύλες άντιστάσεως-τρανζίστορ (RTL) μέχρι τό
έπίπεδο τρανζίστορ. Οί δραστηριότητες θά πρέπει νά στραφούν πρός τήν άνάπτυξη μιας εύέλικτης
γλώσσας, πολλαπλών έπιπέδων, μέ διαρθρωτική περιγραφή, γιά όλοκλήρωση σέ πολύ μεγάλη κλί
μακα ύπό μορφή NMOS καί CMOS-VLSI (complémentary metaloxide — semi conductor). Χρειά
ζεται διερεύνηση τής αύτόματης παραγωγής προγραμμάτων μεταφράσεως (compilera) μέσα στή
σύνταξη τών διαγνωστικών μέσων άπλοΰ έπίπέδου πού χρησιμοποιούνται σήμερα καί, άκόμη
περισσότερο, κατευθείαν μέσα στή δομή δεδομένων τών προγραμμάτων προσομοιώσεως σύνθετης
μορφής. Οί τεχνικές μέθοδοι προσομοιώσεως σύνθετης μορφής (mixed mode simulation) χρειά
ζονται μεγάλη προσοχή στόν τομέα τών δομών τών δεδομένων τών άλγορίθμων, καί τών μαθημα
τικών προτύπων.
Διατυπώνεται ή έντονη σύσταση νά δοθεί Ιδιαίτερη προσοχή στήν άνάλυση δικτύων VLSI παρά
στήν άπλή προσομοίωση, μέ σκοπό νά μειωθεί ό χρόνος τής σχεδιο-μελέτης καί νά έξασφαλιστεί
σωστός σχεδιασμός. Αύτός είναι ένας έντελώς νέος έρευνητικός τομέας πού φαίνεται άπόλυτα
δυνατό νά έπιτευχθεΐ μέ βάση τίς δομές δεδομένων καί τούς άλγορίθμους τών προγραμμάτων
προσομοιώσεως συνθέτου μορφής πού ύπάρχουν σήμερα.

2.4. "Ελεγχος
'Αντί γιά τόν έντατικό έλεγχο τών σταδίων τής σχεδιο-μελέτης πού εϊτε γίνονται χειροκίνητα, εϊτε
μέσω διαλόγου σχεδιαστού/ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ, ό στόχος θά πρέπει νά ,είναι νά αύτομα
τοποιηθεΐ κάθε τι τό δυνατό («silicon compilation», μέθοδος τυποποιημένου λογικού κυττάρου,
κλπ.) προκειμένου νά μή χρειάζεται έλεγχος. Γιά νά βρεθεί μία στερεά βάση γιά τή χρησιμο
ποίηση ή τή δημιουργία τέτοιων διαγνωστικών μέσων, θά πρέπει νά άρχίσει μία μελέτη πού νά
συγκρίνει τίς διάφορες μεθόδους προσεγγίσεως τού θέματος . καθώς καί τά διάφορα χειροτεχνη
μένα διαγράμματα, προκειμένου νά βρεθούν άντικειμενικά κριτήρια γιά τίς θεμελιώδεις άρχές τής
άποτελεσματικής σχεδιάσεως.
Ή Ιεραρχική σχεδιο-μελέτη τής VLSI είναι φανερή. Ό έλεγχος μεταξύ τών διαφόρων βαθμίδων
ιεραρχίας είναι ένα πρόβλημα άλλά δέν μπορεί νά άποφευχθεΐ. Παρά τήν Ιεραρχία, ή πολυπλο
κότητα καί ή ποσότητα τών δεδομένων είναι τεράστια, καί μέ τά διαγνωστικά μέσα πού ύπάρ
χουν σήμερα όδηγεΐ σέ άντιοικονομικούς χρόνους χρησιμοποιήσεως τού ύπολογιστοΰ. 'Επομένως
πρόσθετα θέματα γιά έρευνα καί άνάπτυξη είναι τό άφιερωμένα τμήματα (modules) τού hardware
(πχ. μονάδες έλέγχου τών κανόνων σχεδιο-μελέτης μνήμη τοΰ σχεδίου μέ άπαριθμητές καί
καταχωρητές μεταθέσεως ή κυκλωματικοί έπεξεργαστές γλώσσας πού παράγουν τίς κατάλληλες
δομές δεδομένων).

2.5 . 'Eitin τωση τής νέας Αρχιτεκτονικής υπολογιστών
Μέ βάση τήν ύπόθεση δτι :
— τό software είναι τώρα άκριβό καί πρέπει νά βελτιοποιηθεϊ, ένώ τό hardware είναι φθηνότερο
καί μπορεί νά χρησιμοποιηθεί πιό άνετα,

— τά τελευταία χρόνια άναπτύχθηκαν καί ύλοποιήθηκαν πολλοί παράλληλοι έπεξεργαστές
ύψηλής άποδόσεως,
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— ή αρχιτεκτονική μιάς μηχανής πρέπει νά ταιριάζει στο πρόβλημα που πρόκειται νά λύσει,

προτείνεται διευρεύνηση στοός άκόλουθους δύο τομείς :

α) άνάπτυξη νέων παραλλήλων άλγορίθμων καί δομών δεδομένων σέ όποιονδήΛοτε
κλάδο της σχεδιο-μελέτης μέσω ύπολογιστοΟ, γιά νά γίνει έκμετάλλευση καί ύλοποίηση τοΟ
μέγιστου δυνατοΟ παραλληλισμού ■

6) μελέτη ένός νέου κυκλωματικοΟ έπεξεργαστοϋ μέ ειδικό σκοπό , πού θά διασυν
δεθεί μέ ύπάρχοντα συστήματα ύπολογιστών προκειμένου νά βελτιωθεί ένα μέρος τής άποδό
σεώς τους του^χιστον κατά μία τάξη μεγέθους.

3 . Δοκιμές : Περίληψη προτάσεων

Ή όμάδα γιά τίς δοκιμές προτείνει νά όργανωθεϊ ή μελλοντική έργασία άνάλογα μέ τούς τρεις
κύριους τομείς καί τά σχετικά θέματα πού άναφέρονται κατωτέρω :

Κύριοι τομείς δραστηριοτήτων

Έρευνα Προδιαγραφές
καί Αξιολόγηση 'Ανάπτυξη

1 . ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

— Δοκιμή λειτουργικού έπιπέδου
(μέθοδοι καί στρατηγικές) *

— Αύτόματη παραγωγή δοκιμαστικών σχεδίων
σέ έπίπεδο στοιχείου *

— Αλγοριθμική παραγωγή δοκιμαστικών
σχεδίων (ATPG) γιά κύτταρα όλοκληρώσεως
εύρείας κλίμακος (LSI), γιά κανονικά λογικά
κυκλώματα, κλπ. *

— Τύποι λαθών καί μαθηματική προσομοίωσή
τους *

— Στρατηγικές μέθοδοι προσομοιώσεως λαθών *

— Σπονδυλωτό (modular) σύστημα ATPG ♦ *

— Γλώσσα γιά MTPG * *

— 'Ολοκληρωμένο σύστημα άλγοριθμικής
παραγωγής δεδομένων δοκιμής (ATDG) * *

2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

— Τμηματικός διαχωρισμός «

— Σχεδίαση RAM γιά εύκολία δοκιμών *

— Μικροπρογραμματισμένες μονάδες ♦

— Σχεδίαση γιά εύκολία δοκιμών, γενικές
μέθοδοι ♦

— Αύτοδοκιμή ύλοποιημένη μέσω hardware *'

— Αύτοδοκιμή software/firmware *

3 . ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
«DATA ACQUISITION AND DATA
MANAGEMENT»

— Σύστημα άποκτήσεως καί χειρισμού
δεδομένων DADM * *

— Μέσα άναπτύξεως προγραμμάτων ♦ *
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4. Μαθηματικά πρότυπα συσκευών : Περίληψη τών προτάσεων

Ή παρούσα έκθεση γιά μαθηματικά πρότυπα συσκευών καλύπτει τρεις κύριους τομείς :

— Αριθμητική προσομοίωση συσκευών,
— άναλυτικά μοντέλα,
— μοντέλα πινάκων.

Γιά κάθε έναν άπό αύτούς τούς τομείς, οί κύριες προτάσεις άναφέρονται περιληπτικά κατωτέρω.

4. 1 . Άριάμητική προσομοίωση συσκευών
Ό κύριος στόχος τοΟ ύποπρογράμματος αύτοϋ είναι νά δοθεί ώθηση στά εύρωπαϊκά έρευνητικά
κέντρα καί έργαστήρια γιά νά άναπτύξουν προηγμένα micro-software γιά προσομοίωση συσκευών
καί νά τά διαθέσουν στούς εύρωπαϊκούς κατασκευαστές όλοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αύτό θά
έπέτρεπε άνεξαρτητοποίηση άπό τούς 'Αμερικανούς καί τούς 'Ιάπωνες κατασκευαστές. Ή άνάγκη
γιά μιά τέτοια δραστηριότητα προκύπτει άπό τό γεγονός δτι, λόγω τί|ς σημασίας τών διδιά
στατων, άκόμη καί τρισδιάστατων φαινομένων, ή άριθμητική προσομοίωση συσκευών άποτελεΐ
τό μόνο μέσο πού μπορεί νά προβλέψει καί τό όποιο μπορεί στήν πράξη νά χρησιμοποιηθεί γιά τή
σχεδιο-μελέτη συσκευών. Προτείνεται, έπομένως νά άναπτυχθοΟν 4 τουλάχιστον micro-software
γιά προσομοίωση, ήτοι :

— διδιάστατο πρόγραμμα προσομοιώσεως γιά τρανζίστορ έγκαρσίου πεδίου MOSFET,

— διδιάστατο πρόγραμμα προσομοιώσεως γιά διπολικές συσκευές,

— τρισδιάστατο πρόγραμμα προσομοιώσεως γιά MOSFET,

— τρισδιάστατο πρόγραμμα προσομοιώσεως γιά διπολικές συσκευές.

Γιά καθένα άπό αύτά, έχουν καθοριστεί λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικές μέ τά φυσικά φαινό
μενα πού πρέπει νά ένσωματωθούν στό πρόγραμμα, τή φυσική καί γεωμετρική διάρθρωση τής
συσκευής καί τίς γραφικές εύκολίες I/O εισόδου καί έξόδου.

4.2 'Αναλυτικά μοντέλα (μόνο γιά MOSFET)
Στόν τομέα αύτό μία δραστηριότητα είναι άπαραίτητη γιά δύο κυρίως λόγους : άφ' ένός μέν τά
άναλυτικά μοντέλα, τά όποια ισορροπούν τήν άκρίβεια καί την άπλότητα, είναι κυρίως
κατάλληλα γιά σχεδιαστές κυκλωμάτων σέ προγράμματα προσομοιώσεως κυκλωμάτων κατά τή
σχεδιο-μελέτη μέσω ύπολογιστοΟ. 'Αφ' έτέρου ή λειτουργική έξάρτηση τών σχετικών ήλεκτρικών
παραμέτρων άπό τή γεωμετρική καί φυσική διάρθρωση τής συσκευής φαίνεται πολύ πιό εύκολα
στά άναλυτικά μοντέλα, τά όποια έπομένως μπορούν νά δώσουν κάποια ίδέα γιά τά φυσικά φαινό
μενα πού παρατηρούνται μέσα σέ μία συσκευή. Θά πρέπει νά άναπτυχθούν τά άκόλουθα άναλυ
τικά μοντέλα :

MOSFET μέ έπιφανειακό δίαυλο

μακρύς δίαυλος, χαμηλή τάση (έπίπεδο 1 )
μακρύς δίαυλος, ύψηλή τάση (έπίπεδο 2)
βραχύς δίαυλος χαμηλή τάση (έπίπεδο 3 )
βραχύς δίαυλος ύψηλή τάση (έπίπεδο 4)

μακρύς δίαυλος (έπίπεδο 1 )
βραχύς δίαυλος (έπίπεδο 2)MOSFET μέ έγκλεισμένο δίαυλο

4.3 . Φυσικόμοντέλο

Καί πάλι παρέχονται λεπτομερείς προδιαγραφές γιά καθένα άπό τά ώς άνω μοντέλα. Εκτός άπό
τήν άνάπτυξη τών μοντέλων, τό πρόβλημα τής έξακριβώσεως τών παραμέτρων πρέπει νά άντι
μετωπιστεϊ καί νά λυθεί, ίδίως δσον άφορα τά φορτία (ή τίς χωρητικότητες).

4.4. Μοντέλα πινάκων

Ή άνάγκη γιά μοντέλα πινάκων έχει άναγνωριστεϊ γιά σκοπούς προσομοιώσεως τοΟ χρονοσυντο
νισμοϋ. Σέ τέτοια προγράμματα προσομοιώσεως οί χωρητικότητες χρησιμοποιούνται μάλλον
άσχημα καθ' δτι θεωρούνται σταθερές. Έπομένως δραστηριότητες στόν τομέα αύτό θά πρέπει νά
έχουν σκοπό τήν άνάπτυξη πινάκων τόσο γιά ρεύματα δσο καί γιά πυκνότητες.

Τό πιό σημαντικό πρός έπίλυση πρόβλημα είναι νά δοθούν οί κανόνες κλιμακώσεως, ένώ συγ
χρόνως ό ύπολογισμός θά παραμένει άπλός, πράγμα τό όποιο είναι άναγκαΐο γιά νά μειωθεί
σημαντικά ό χρόνος έπεξεργασίας σέ ύπολογιστή έν σχέσει μέ τό χρόνο πού χρειάζεται δταν
χρησιμοποιούνται άναλυτικά μοντέλα.


